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但为何卢伟冰发出了 TOF 技

术“是个噱头”，“没啥用”的声音

呢？TOF技术是否真像炒起来的那

般“完美”吗？

TOF技术的“低门槛”和“低

专利壁垒”让各大厂商看到了发展

前景。蔡卓卲认为这是 TOF 技术

能被炒热的原因。“TOF 方案的技

术门槛和专利壁垒都较低，所以成

为了比较常见的 3D 感测方案，能

进行环境3D建模、强化AR效果以

及进行体感追踪控制。”蔡卓卲说。

但是，蔡卓卲告诉记者，TOF

技术目前适用于远距离、广范围的

环境 3D 感测，但若距离太近，其

效果或将受到影响。“TOF 方案适

合远距离、广范围的环境 3D 感

测，若是在近距使用，则容易受到

光反射的干扰，效果不如结构光方

案。”蔡卓卲说。

据 李 振 介 绍 ， 结 构 光 方 案 、

TOF技术以及双目立体视觉技术是

目前光学非接触式 3D 成像感知的

三种主要方式。“结构光技术是苹

果 iPhone X 使用的 3D 成像技术，

TOF 技术目前用于荣耀手机以及

OPPO手机。”李振说。

与结构光方案相比，李振表

示 ， TOF 技 术 具 备 了 一 定 的 不

足。“TOF 技术与结构光技术相

比，体积小、误差小、抗干扰能

力强。但其分辨率低、能耗大、

解决方案不成熟、开发群体少。”

李振说。

“TOF 技术也不适合来做人脸

辨识。”蔡卓卲表示，TOF 技术比

较适合扫描、建立环境 3D 模型，

其最大的作用或将在 AR 应用兴起

之后。“在消费端，AR 应用兴起

之后，TOF 相机模组技术能提高

消费者对 AR 功能的兴趣，甚至在

一 些 体 感 操 作 的 设 计 上 ， 也 有

TOF 镜头模组的用武之地。”蔡卓

卲说。

小米荣耀打TOF口水战
深感镜头命系AR应用？

本报记者 顾鸿儒

近期，小米 9 与荣耀
V20新品陆续推出，两家展
开市场争夺战，小米集团副
总裁卢伟冰与荣耀业务部副
总裁熊军民在网络上，因
“荣耀V20的TOF技术是否
实用”展开一场口水战，一
时间，TOF技术进入大众
视野。

在小米 9 与荣耀 V20 新品推出

之际，荣耀业务部副总裁熊军民在

微博中表示，荣耀V20搭载的屏下

摄 像 头 、 TOF 深 感 镜 头 、 Link

Turbo、云电脑等技术，全面“开创

技术先河”，成为“行业标杆”。随

后小米集团副总裁卢伟冰发文，称

小米技术预研团队认为 TOF 技术

“是个噱头”、“没啥用”以及“骗用

户钱”。之后，熊军民转发长文进行

“科普”，认为TOF技术是“行业发

展方向”。

TOF技术究竟是何方神圣，引

得两家知名手机厂商争论不休？赛

迪顾问人工智能产业研究中心高级

分析师李振告诉《中国电子报》记

者，采用 TOF 技术制作的 TOF 深

感镜头主要用于实现“美体塑形”

等功能，提升图像虚化效果，提高

图像真实度。“以往手机拍照是基

于 X、Y 两个维度进行拍照，在此

基础上，TOF镜头通过发送连续光

脉冲，计算目标距离，增加了Z轴

的深度信息，从而实现 3D 成像。”

李振说。

随着短视频应用的推广，人们

在为视频“美颜瘦身”上产生了强烈

的需求。目前，市场上该领域内的

技术尚未成熟，很多“美颜瘦身”采

用了粗暴拉伸的方法，如何让视频

人物在“美颜瘦身”的同时不影响到

其他领域的呈现比例，成为了厂商

们看中的商机。TOF 技术由此诞

生。“TOF技术可以使深感镜头通过

深度测量、扫描建模、运动捕捉等功

能，实现3D成像。”李振说。

据李振介绍，目前 TOF 深感

镜头主要用于 3D视频瘦身、3D体

感游戏、AR 炫舞、美体塑形 （拍

照、录像、短视频）、背景虚化、

大光圈等领域，但其最重要的意

义，是在虚拟现实领域上极具潜

力。“TOF 技术设计开发的原有目

标，虽然是深度测量、运动识别

等功能，但是其对 VR/AR 等虚拟

现实领域的影响也不容忽视。”李

振说。

随着 5G、人工智能的发展，

虚拟现实逐渐变为一种可能，VR/

AR 技术成为各大厂商布局重点。

李振告诉记者，TOF 镜头的 3D 成

像功能将在现虚拟现实领域上具有

巨大潜力。在手机等移动终端与

AR/VR 技术应用结合方面有重要

影响。“无论从已有的‘美体塑

形’等娱乐功能角度，还是从具有

巨大潜力的 AR/VR 发展角度，拥

有 3D 成像功能的 TOF 镜头，在未

来均有望普及，成为手机行业标

配。”李振说。

集邦咨询拓墣产业研究院研究

经理蔡卓卲同样表示看好 TOF 深

感镜头在虚拟现实领域的发展。蔡

卓卲告诉记者，目前，在手机产品

领域，包括苹果在内的知名手机企

业均十分重视 AR 模组，这势必为

TOF 深感镜头的应用普及打下基

础。此外，蔡卓卲表示，3D 感测

正逐渐成为手机领域内的热门话

题，因此，对于手机品牌厂商来

说，即使不能像苹果一般，将旗下

产品全面搭载 3D 感测，但也需要

推出数款产品来争夺该领域的市场

份额。“技术门槛和专利壁垒相对

低的 TOF 方案，也就成为了厂商

们用来取代结构光方案的另一个选

择。此外，索尼等供应链厂商积极

地发展零组件，自然而然导致了

TOF 方案受到手机品牌厂商的关

注。”蔡卓卲说。

TOF技术何方神圣？
TOF技术可以使深感镜头通过

深度测量、扫描建模、运动捕捉等
功能，实现3D成像。

蓄力虚拟现实
包括苹果在内的手机企业十分

重视AR模组，这势必为TOF深感
镜头的应用普及打下基础。

未来可期？
TOF 技术目前适用于远距离、

广范围的环境 3D 感测，但若距离
太近，其效果或将受到影响。

本报讯 2 月 22 日，德州仪

器（TI）推出两款全新以太网物理

层（PHY）收发器，扩展了设计师

在设计空间受限的应用程序和时

间敏感网络（TSN）时的连接选项。

DP83825I 低功耗 10—/100—Mbps

以太网 PHY，比竞争对手产品的

体积小 44%，可提供 150 米的电缆

传输距离。DP83869HM 则是业

界唯一一款千兆以太网 PHY，可

支持铜缆和光纤介质，提供高达

125℃耐受工作温度，这使得工

程师能够充分利用千兆以太网

连接性在恶劣环境中的速度和可

靠性。

这些设备扩充了 TI 丰富的

以太网 PHY 收发器产品线，使设

计师能够轻松实现多种高难度设

计中的连接。体积小、低功耗和

电缆传输距离长的 DP83825I，帮

助设计师进一步减少紧凑型 IP网

络摄像机、照明、电子销售网点和

其他空间受限型应用的所占空间

大小和成本，而又不会牺牲网络

传输距离。DP83869HM 的高工

作温度及其静电放电（ESD）抗扰

度和对媒介转换的支持，显著提

高性能且有助于提升工厂自动

化、电机驱动与电网基础设施的

设计灵活性。

借 助 DP83825I 扩 展 网 络 传

输距离，同时削减系统尺寸和成

本。具备业界最小巧的以太网

PHY，凭借超薄（QFN）24 引脚封

装和长传输距离，DP83825I 可有

效支持设计师缩小系统尺寸，同

时扩大网络的物理传输范围。该

设备的超长电缆传输距离使得人

们不再需要以太网中继器，进一

步降低了运营成本。

本报讯 2 月 22 日，数字图

像解决方案开发商豪威科技公司

面向广泛的智能手机相机应用市

场，推出最新一代 1.12 微米，800

万像素图像传感器家族成员——

OV08B。这款新型图像传感器支

持主流智能手机自拍摄影和多摄

像头应用。

800 万像素图像传感器的潜

力和需求依然巨大。除了前置自

拍应用，多摄像头正迅速成为从

入门级到高端智能手机的标准配

置，此类规格的传感器会越来越

多地被应用在多摄像头的组合

中，实现长距离光学变焦或超广

角等功能。”OmniVision 产品市场

经 理 James Liu 表 示 ，“ 另 外 ，

OV08B 在性能、功能、功耗和成

本等方面做了最佳优化，对于现

阶段使用 500 万像素图像传感器

的客户来说，是更新升级的理想

选择。”

1.12 微米像素，光学格式的

OV08B 采用背照式像素技术，和

优化的上下管脚摆放设计，从而

实现模组水平方向的最小尺寸，

可为前置摄像头提供体形小巧的

（5.1mm×6.5mm）定焦相机模组，

是无边框全屏手机前置摄像头的

理想选择。

OV08B可以支持两个或四个

MIPI 输出并达到每秒 30 帧（fps）

800万全像素分辨率，为多摄像头

配置提供最大的系统设计灵活性。

本报讯 2月21日，全球市场

研究机构集邦咨询半导体研究中

心（DRAMeXchange）表示，部分

服务器厂商因2018年第四季度总

体经济不确定性提高，决定延后进

货或取消订单。与此同时，上游供

应链也进行产线调整，备货力度偏

弱，加上苹果新机出货不如预期以

及整体换机需求转趋疲弱的影响，

Intel CPU 缺货也冲击笔记本电

脑需求低于预期。尽管平均搭载

容量持续提升，但整体位元出货量

表现低于原本预期，使得 2018 年

第四季度品牌商营收较前一季度

衰退16.8%。

回顾 2018 年全年的销售表

现，尽管各项产品价格逐季走跌，

但全年位元出货量较2017年成长

逾 40%，整体营收仍持续成长，并

来到历年来新高点，约632亿美元

水平，较2017年成长10.9%。

服务器、智能手机厂商持续调

整库存，NAND Flash市场的位元

出货量将较上一季衰退，而主要供

货商为维持市场占有率，则透过更

优惠价格来吸引客户。

本报讯 2 月 22 日，半导体

解决方案供应商瑞萨电子株式会

社宣布，已在其 G3-PLC 电力线

通信（PLC）解决方案中部署 KNX

协议。瑞萨电子将于 2019 年 2 月

26 日 至 28 日 的 Embedded

World1-310号展台演示基于此电

力线调制解调器解决方案的验证

模型，展示如何部署KNX网络，以

及如何利用现代 G3-PLC 技术提

供的灵活性与高效率，无需对新的

网络进行线缆部署。

PLC将数据线和电源线整合到

单个线缆系统上，并采用最有效的

调制技术，是一种在建筑物中进行

连接扩展的经济且高效的方式，尤

其适合长距离和穿墙的应用情景。

瑞萨电子株式会社副总裁黑

田昭宏表示，“随着商业建筑设计

逐渐走向高能效和绿色环保，现有

设施，特别是配电网络改造所面临

的挑战正在增加，因为大多数商业

建筑都存在射频和传统网络布线

无法覆盖的区域。”

本报讯 2月22日，面对即将

到来的 5G 时代，移动宽带市场需

求呈现出前所未有的增长态势。

全球领先的通信网络基础设施解

决方案提供商康普目前正与诺基

亚合作开发无源/有源混合一体化

天线解决方案，该天线将助力全球

的运营商优化室外空间，提升基站

的实际容量，为未来 5G 发展奠定

坚实的基础。

在用户对移动宽带需求日益

强烈的当下，无线运营商必须提升

现有无线技术提供的接入带宽和

网络容量。尤其是随着5G网络建

设的推进，在多数情况下，即便是

在同一基站中也可能需要增加和

部署支持3.5 GHz频段的5G大规

模MIMO天线。

TI全新以太网PHY

简化设计并优化网络性能

豪威科技

推出新一代图像传感器

受价格下跌拖累

NAND Flash大厂营收季减16.8%

瑞萨电子部署KNX协议

简化智能楼宇的网络扩展

康普携手诺基亚

开发混合一体化天线解决方案
本报讯 近 日 ，意 法 半 导 体

（ST）收购瑞典碳化硅（SiC）晶圆

制 造 商 Norstel AB 公 司 55% 股

权。并可选择在某些条件下收购

剩余的 45％，如果行使这些条件，

收购总额将达到 1.375 亿美元，并

以现金支付。

Norstel 公司于 2005 年从 Lin-

ping 大学分拆出来，开发和生产

150mm SiC 裸晶圆和外延晶圆。

ST 表示，在交易完成之后，它将在

全球产能受限的情况下控制部分

SiC 器件的整个供应链，并为自己

带来一个重要的增长机会。2017

年 1 月，Norstel 由安信资本操作收

购，资金约 500 亿元（74 亿美元）基

金项目。

ST 总 裁 兼 首 席 执 行 官

Jean-Marc Chery表示，公司目前是

唯一一家批量生产汽车级SiC的半

导体公司，我们希望在工业和汽车

应用的数量和广度方面建立公司在

SiC 方 面 的 强 劲 势 头 ，目 标 是 在

2025 年在预计超过 30 亿美元的市

场中继续保持领先地位。他指出，

收购 Norstel 的多数股权是加强 ST

SiC生态系统的又一步，“它将提高

我们的灵活性，提高产量和质量，并

支持我们的长期SiC发展路线图和

业务。”

本报讯 2 月 25 日，嵌入式解

决方案供应商赛普拉斯半导体公司

推出支持 PD 协议的全新 USB-C

解决方案。每年全球电源适配器的

产量预计都超过百万吨，该方案的

推出将减少随之产生的电子垃圾。

对于备受困扰的消费者而言，赛普

拉斯EZ—PD圆柱形替换为USB—

C插头的BCR解决方案，有望将现

有电源适配器所采用的多种插头统

一为USB—C插头。

此外，该解决方案还可以取代

所有传统的仅能提供 7.5w 输出的

USB micro—B接口，已远远无法满

足大多数消费电子设备或工业应用

的 需 求 。 支 持 USB PD 协 议 的

USB—C 接口可提供高达 100W 的

输出功率，能够广泛应用于汽车、智

能手机、笔记本电脑与外设，以及平

板电脑等等。这一组合使USB—C

接口成为通用电源适配器的理想

标准，设备厂商无需生产不同的定

制化充电器，从而方便物联网设

备、智能音箱、电动工具、电动剃须

刀、无人机及其他充电设备共享电

源适配器。

赛普拉斯 EZ—PD BCR 控制

器在小尺寸的封装中提供了高集成

度，可在最大限度降低物料成本

（BOM）的同时简化设计。

赛普拉斯发布USB-C解决方案 ST收购Norstel 55%股权


